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Obudowy puste

Mi 0...
Mi 9...

Obudowy z funkcjami elektrycznymi

Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... /  

Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7...

Zakres zastosowań Obudowy przeznaczone są do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych.
Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia szczególnych zjawisk atmosferycznych jak np. 
wysokich i niskich temperatur otoczenia i ich wpływ na pracę zainstalowanych w rozdzielnicy aparatów.

Temperatura otoczenia
- średnia wartość przez 24
- wartość maksymalna
- wartość minimalna

–
+ 70° C
− 25° C

+ 35° C
+ 40° C
−   5° C

Zamontowane w rozdzielnicy 
aparaty mogą zredukować 
dopuszczalną temperaturę otoczenia.

Wilgotność względna
- krótkotrwała

– 
–

50% przy 40° C
100% przy 25° C

Ochrona pożarowa
przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
                                                          
Minimalne wymagania na podstawie próby rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11:
- 650° C dla obudowy i dławnic 
- 850° C dla części przewodzących prąd

Palność:
- �próba rozżarzonego drutu  

wg IEC 60 695-2-11
- UL Subject 94

960° C
V-2
trudnopalne
samogasnące

960° C
V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed  
mechanicznymi udarami

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Wydzielanie toksyn bezhalogenowe 1)

bez silikonu
bezhalogenowe 1)

bez silikonu

1)��„bezhalogenowe” zgodnie z próbą kabli i przewodów izolowanych – korozja od gazów pożarowych – 
zgodnie z IEC 754-2.

Właściwości materiałów – patrz rozdział „Dane techniczne”

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
Dane techniczne
Warunki eksploatacji i otoczenia
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